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BAUGRUPPEN & SYSTEME

Was bietet Loten mit Vakuumprofilen?

Teil 1
Helmut Ottl, Rehm Thermal Systems GmbH

Im Bereich der Elektronikfertigung steigen standig die Anforderungen an die sogenannte Void-Freiheit von Lit-
stellen, also eine Reduzierung bzw. Eliminierung von Hohlrdumen in der Verbindungtechnik zwischen Bauteil-
anschliissen und Anschiuss-Pads. In dem ersten Teil dieses Beitrags werden die Motivation und einige Grundla-
gen naker erlautert, der im zweiten Teil dann um Ergebnisse und Ausblicke erweitert wird.

Durch immer neue Varianten der sogenannten Bot-
tom Terminated Components (BTC), wie sie¢ in
Abbildung 1 zu sehen sind, stehen tiglich ncue Her-
ausforderungen an. Nicht nur die Anschlussgeomet-
rien sind entscheidend, sondern es geht dabei auch um

zahlreiche Stolperfallen®. 2
Die Einfliisse in der Baugruppenfertigung auf die E
Lotstellenausbildung und somit auf deren Qualitit £
ist durch uniiberschaubar viele Parameter beein-  Abb, I: Bottom Terminated Components (BTC)
flusst, dic immer schwerer zu kontrollieren bzw. zu
beherrschen sind. In der Abbildung 2 ist im Arbeits-
kreis Poren eine Ubersicht zu den Faktoren aufgestellt  nur zwei Faktoren, die kurz vor der Produktion der
worden, die einen ersten Einblick in dic Komplexi-  betreffenden Baugruppen benutzt werden kdnnen,
tit der Problematik bictet. Hicr gibt es allerdings  um die Ausbildung von Voids zu reduzieren bzw. zu
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Hohlrdumen genutzt werden.

SOLDERING PRINCIPLE Somit steht der Nutzung von

Standardverfahren und Stan-

dardlotprofilen fir die Seri-
N ! R enproduktion nichts im Wege

rean Phaens

und man kann flexibel auf evtl.
Schwankungen der Zuliefer-
qualitat von Bauelementen,
Leiterplattenoberflachen oder
Chargenschwankungen bei
ented Technology gt Pasten reagieren.

In modernen Vakuumldtanla-

gen wie der Condenso X sind
Abb. 3: Prozesskammer der Condenso X zum Léten bei ruhender Baugruppe mit  pobon der Serienproduktion

Vakuum

auch Reparaturen von Bau-
gruppen moglich, bei denen im
climinieren. Zum einen ist dies die Schablone und die  ersten Litdurchgang aufeiner herkdmmlichen Lotan-
Gestaltung der Apertur, zum anderen dic Nutzung der  lage zu groBe Hohlriume erzeugt wurden. Diese Bau-
Vakuumtechnologie beim Loten selber. Hierbei kann  gruppen miissten sonst als Verwurf gekennzeichnet
das VakuumlGten sogar im Produktionsprozess als  werden, da sie die Kriterien der einschligigen IEC-
JFeuerwehr bei kurzfristig erhohtem Auftreten von  Normen oder IPC-Richtlinien verletzen.
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Die Definition des Vaku-
ums ist in der DIN 28400
wie folgt definiert: Vakuum
heiBt der Zustand eines
Gases, wenn in ¢inem
Behalter der Druck des
Gases und damit die Teil-
chenzahldichte medriger ist
als auBerhalb — oder wenn
der Druck des Gases nied-
riger ist als 300 mbar, d. h.
kleinerals der niedrigste auf
der Erdoberfliche vorkom-
mende Atmospharendruck.

Dabei wird in modernen
Vakuumanlagen nicht
mehr nur vom einfachen
Absaugen der Atmosphire
gesprochen, sondern der
Anwender hat diec Moglich-
keit die Steilheit (Gradicen-
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Abb. 4: Ausgewihltes Vakuumprofil fiir dic Lotaufgabe
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Diese Vakuumprofilierung
ist aber nicht als scparater
Schritt zu schen, sondern
steht wihrend des gesamten Lotprozesses zur Verfii-
gung. Damit lassen sich neben dem Temperaturprofil
auch die Druckverhiltnisse anpassen und damit ver-
schiedene Aufgaben erfiillen. Man kann in der Lot-
paste aufgenommenc Luftfeuchte vor dem Loten ent-
fernen oder bei z. B. 160 °C das gesamte Gas im Pro-
zess austauschen, um die aus dem Leiterplattenmate-
rial und der Lotpaste ausgedampfien Riickstinde zu
entfernen, damit diese nicht im Kiithlprozess auf Bau-
teilen kondensieren (z. B. Optiken). Die Condenso X
vom fiihrenden Hersteller von Vakuumdampfphasen-
anlagen bictet hier dem Anwender die groBimogli-
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Abb. 5: Verwendete Aperturen fiir die BTC-Lotung

che Flexibilitit, um auf verschiedenste Aufgaben zu
reagieren und gezielt und reproduzierbar auf den Her-
stellungsprozess ihrer Baugruppe einzuwirken.

Als Vorschau auf den 2. Teil wird in Abbildung 4
noch das verwendete Vakuum- und Temperaturpro-
fil gezeigt, mit dem BGA- und QFN-Bauteile auf
der Condenso X in der Fallstudic gelotet wurden.
Dabei wurden die Baugruppen nicht nur mit und ohne
Vakuum gelotet, sondern es wurde auch die Schablo-
nenapertur variiert. Hier soll sich zeigen, inwiefern
das Void-Ergebnis in beiden Lotprozessen beeinflusst
werden kann.



